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二、内容简介
　　印刷线路板（Printed Circuit Board, PCB）作为电子设备的核心组件，广泛应用于通信、计算机、消费电子等领域。随着电子产品的微型化和多功能化趋势，对PCB的精度和复杂度提出了更高要求。近年来，随着5G通信、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，PCB行业迎来了新的发展机遇。市场数据显示，中国作为全球最大的PCB生产基地，占据了全球超过一半的市场份额。此外，随着环保法规的日益严格，绿色制造成为PCB行业的重要发展方向。
　　未来，印刷线路板行业将持续受益于5G基础设施建设、数据中心扩容以及消费电子产品的更新换代。市场调研网指出，技术创新将推动PCB向更高密度、更小尺寸、更低成本的方向发展，如HDI（High Density Interconnect）技术和柔性PCB的应用将更加广泛。此外，随着电动汽车和自动驾驶技术的进步，车载PCB的需求将持续增长。长期来看，PCB行业还将面临环保和可持续性的挑战，采用环保材料和实现绿色生产将成为行业的重要趋势。
　　《2010年全球及中国印刷线路板行业调研分析报告》只研究PCB硬板领域。
　　PCB是电子产业的基石，所有的电子用品都需要PCB来完成电路。PCB产业已经高度成熟，增长与下跌幅度都有限。2008、2009两年，PCB产业都因竞争激烈互相压价而产值萎缩。2010年电子行业反弹，PCB也只成长10.5%，而2011年预计成长只有5.1%。
　　2010年全球PCB硬板厂家收入（前20名）
　　一般功能型手机内部PCB 板采用1HDI+2 传统板+1HDI 设计，外层为HDI，内层为传统板。中阶和高阶的智能型手机采用2+2+2 和3+2+3 设计，分别使用4 层和6 层HDI。另外，iPad1 是1HDI+8 传统板+1HDI，使用2 层HDI。iPad2 是3+4+3，一共使用6 层HDI，即Any-Layer HDI，将厚度降到仅有0.88 公分，iPad1厚度为1.34 公分。
　　新款iPad能够较上一代薄型化1/3，最主要原因是HDI由原先传统多阶板进化为Any-Layer，且Any-Layer上钻孔密度更高，然因孔径过小，在进行全通孔必须以雷钻取代机钻。未来的iPhone 5会仿效iPad 2再轻薄化，全雷钻制程将持续发展。
　　iPad 2全球主要供货商有四家，健鼎为中国台湾HDI主板唯一供货商，其余三家为美国的TTM、日本的IBIDEN、MEIKO。备选供应商全部为中国台湾厂家，分别是南电、金像电、华通、欣兴。
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